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Beschreibung 

ThermoDlastische Blends zur Implantieaing von elektrischen Modulen in einen Kartenkorper 

Die.Erfindung betiifft einen thennoplastische Blends, die mit einem Implantierstempel hiei 
1 50*C aktiviert und zur Verklebung von elektrischen Modulen mit Kartenkorpem eingesetzt 
werden. 

Zur Implantierung von elektrischen Modulen in Kartenkorpem sind im Stand der Technik 
bereits eine Vielzahl von Klebstofffollen Oder Fugeverfahren bekannt. Ziel.. dieser 
implantierungen ist die Hersfelluhg von Telefonkarten, Kreditkarten, Parkautomatkarten,' 
V^rsicherungskarten, etc.. Beispiele fur die entsprechenden Verldebungsverfahreri finden 
sich z.B. in den f=>atentschrifteh EP b 842 995, EP 1 078 965 und DE 199 48 560. 

in diesem Bereich der Verklebung steigen aber kontinuierlich die Anforderungen an das 
Klebesystem. So muss der Weber eine gute Haftung auf Polycarbonat, auf ABS, PVC und 
PET aufwelsen, aber ebenso eine gute Haftung zum elektrischen ModuL Hier wird in der 
Regel auf Epoxy-Materialien, Poyestern oder Polyimiden verkiebt Fruher wurderi Cyan- 
Acrylate als Fliissigkleber eingesetzt, die den Vorteil aufuveisen, dass eine optimale 
Benetzung des Kartenkorpers sowie des elektrischen Chips erzielt wurde. Diese Technologie 
ist aber im Aussterben begriffen, da die Prozesse sehr langsam sind. Das Losemittel 
verdampfte nur iangsam aus der Kavitat des Kartenkorpers, die Spritzen zur Doslerung 
verstopften beim Stillstand durch Austrocknen und waren zudem schlecht dosierbar und der 
Flussigkleber. benStigte ebenfalls eine ge\Ansse Zelt zum Ausharten. Als Resultat war die 
Qualitat der Verklebung recht schlecht. 

Hier zeigen sich die Schmelzhaftkleber den Russigklebem deutlich uberiegen. Dennoch ist 
die Auswahl an geeigneten Verbindungen auch hier sehr eingeschrankt, da sehr hohe 
Anforderungen an diese Fugetechnik gestellt werden. Eine Einschrankung sind die sehr 
unterschiedlichen Materialien, die verkiebt werden mussen. Durch die sehr unterschiedlichen 
Polaritaten von PC, PVC, PET, ABS, Epoxy und Polyimid ist es unmoglich ein einzeines 
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Polymer zu finden, welches auf alien Materialien gleich gut haftet. Eine Moglichkeit zur 
Steigerung der Adhasion auf versch'iedenen Substraten ist die Mischung von verschiedenen 
Klebstoffen. Aber auch hier besteht das Problem eine stabile Mischung zu erzielen, die sich 
nicht nach mehreren Wochen phasensepariert und somit die Adhasion wiederum 
verschlechterL Dies gilt insbesondere auch fur langere Lagerungen bei erhohten 
Temperaturen. 

Weiterhin steigen die Anforderungen der Endkunden immer weiter an. So ist z.B. die 
Ebenheit des elektrischen Moduls mit dem Kartenkorper ein wichtiges Kriterium, da 
ansonsten die Karten nicht mehr Susgelesen werden konnten. Dies bedingt, dass die 
Implantiertemperaturen nach oben begrenzt sind, da z.B. insbesondere PVC bei 
Implantiertemperaturen von oberhalb 170**C zu Verformungen neigt. 

Ein weiteres Kriterium ist die Anforderung aus dem Bankenbereich, dass die elektrischen 
Module nicht zerstooingsfrei sich entfemen lassen, Dementsprechend muss die innere 
Kohasion des Klebers sehr hoch sein, so dass er nicht in der Mitte spaltet und die Haftung zu 
beiden Seifen (Kartenkorper + elektrisches Modul) extrem hoch ist. Gleicbzeitig niuss der. 
Klebef auch eine sehr hohe Flexibilitat aufweisen; da die Karten nach der Implantierung 
Torsionstests und Biegetest durchlaufen. Bevorzugt sollte erst das Kartenmaterial brechen 
bevor die Haftung zum Kartenkorper und zum elektrisphen Modul aussetzt. In der Regel 
werden noch nicht einmal Abhebungen am Rand geduldet 

Ein weiteres Kriterium sind Temperaturschwankungen und der Einflufl von Feuchtigkeit, da 
diese l^rten in der spateren Benutzung sowohl hohe als auch tiefe Temperaturen stand 
halten und zum Teil auch einmal einen Waschdurchgang uberstehen mussen. 
Dementsprechend sollte der Kleber bei tiefen Temperaturen nicht versproden, bei hohen 
Temperaturen nicht verfliissigen und eine geringe Tendenz zur Aufnahme von Wasser 
besitzen. 

Ein weiteres Anforderungskriterium ist durch die wachsende Anzahl des Kartenbedarfe dFe 
Verarbeitungsgeschwindigkeit Der Kleber sollte sehr schnell erweichen oder Aufschmelzen, 
damit der Implantierprozess innerhalb einer Sekunde abgeschlossen werden kann. 

Der Erfindung liegt in Anbetracht dieses Standes der Technik die Aufgabe zu Grunde, eine 
Klebstofffolie zum Implantieren von elektrischen Modulen in einen Kartenkorper anzugeben, 
welche die oben genannten Kriterien eri^ullt lind insbesondere bei Implantiertemperaturen 
von ISO'^C im Stempel zu den uhterschiedlichen l^rtenkorpem und elektrischen Modulen 
eine sehr hohe Haftung ausbildet 
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ErfindungsgemaB wird die Aufgabe gelost durch eine Klebstofffolie. bestehend 
Blend aus Thermoplasten T1 und T2, wobei T1 * T2 ist und 



a) das Klebesystem eine Enweichungstemperatur von groBer 65»C und kleiner 125-0 

aufweist • 

b) einen nach Testmethode A gemessenen G' bei 23°C von groBer 10' Pas besitzt 

c) einen nach Testmethode A gemessenen G" bei 23°C von grolier 10^ Pas besitzt 

d) und einen nach Testmethode A gemessenen crossover von kleiner 125°C aufweist 



Weiterhin muss die crossover Temperatur unterhalb 125°C liegen. da ansonsten der Kleber 
nicht flieHfahig werden wurde und somit nicht die Kartenoberfiache sowie das elektrische 
!\/lodul optimal benetzen wurde. 

Weiterhin muss der elastische Antell G' bei groBer 10^ Pas und der viskose Anteil G" bei 
grplier 10° Pas liegen. da ansonsten keine optimale Flexibilitat des Webers gewahrleistet 
•wird. Der - Kleber muss xlie- auftretenden . Belastungen zwischen- Kartenkorper und 
elelctrischem Modul auch unter steirken Verbiegungen gewahrieisten. Daher ist ein 
rheologisch optimiertes viskoelastisches Verhalten erfoirderlich. 

Durch die erfindungsgemaBe Mischung der themnoplastischen Blends wird eine eine 
■■Vert)esserung der Adhasion zum Kartenkorper enreicht. die mit den singularen 
Themioplasten nicht zu enrelchen ist. 

Die Verklebung des elektrischen Moduls mit einem KartenkSrper Ist In Abbildung 1) 
schematlsch dargestellt Der erHnderische Temperatur-aktivierbare .Kleber besitrt In einer 
bevorzugten Auslegung eine Schichtdicke zwischen 10 und 100 pm. in eIner besonders 
bevorzugten Auslegung eine Schichtdicke von 30 bis 80 pm. 



Hitze-aktivierbare thermoplastlsche Blends 

Der Hitze-aktivierbare Kleber besteht aus einem Blend von zumlndestens zwei 
themnoplastischen Materialien T1 und T2. 

In einer bevorzugten Auslegung werden zwei unterschiedliche themioplastische Polymere 
mit einander vemilschL Das Mischverhaltnis der beiden Themnoplasten T1 und T2 betragt 
zwischen 5:96 (T1 : T2).und 95:5 (T1 : T2). In eIner bevorzugteren Auslegung betragt das 
Mischverhaltnis zwischen 10:90 (T1 : T2) und 90:10 (T1:T2). 

In einer sehr bevorzugten Auslegung werden die themioplastische Materialien T1 und T2 
aus der Gruppe der folgenden Polymere gewahlt Polyurefhane. Polyester. Polyamide. 
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Ethylenvinylacetate. Synthesekautschuke. wie 2.B. Styrolisopren Dl und Triblockcopolymere 
(SIS). Styrolbutadien Di- und Triblockcopolymere (SBS). Styrolethylenbutadien Di- und 
Triblockcopolymef (SEBS). Polyvinylacetat. Polyimide, Polyether. Copolyamide. Copolyester. 
Polyolefine. wie 2.B. Polyethylen, Polypropylen. oder Poly(metha)cryIate. wobei T1 ?t T2 ist. 
Die Aufeahlung besit24 keinen Anspmch auf Vollstandigkert. 

In einer weitereri Ausfiihrnng der Erfindung werden thermoplastlsche Blends aus einer 
Polymergmppe gewahlt. wobei sich dann die Polymere in ihrer chemischen 
Zusammensetzung unterscheiden. 

Zur Erreichung der Aktivierungstemperatur unterhalb 125»C sollte zumindestens T1 oder T2 
eine Aktivierungstemperatur unterhalb ^25''C besitzen. 

Die thennoplastische Blend besitzt einen Enveichungsbereich zwischen 65 und 125°. 

Wejt^rhin besitzt zumindestens einer der Themioplasten T 1 oder T2 . . . . . 

a) einen riach Testmethode A gemessenen G' bei 23°C von grolier 10^ Pas 

b) einen nach Testmethode A gemessenen G" bei 23»C von grolier 1 0^ Pas 

c) und einen riach. Testmethode A gemessenen crossover von kleiner 125°C 



Zur Optimiemng der klebtechnischen Eigenschaften und des AkHviemngsbereiches lassen 
sich optional Klebkraft-steigemde Harze oder . Reaktivharze hinzusetzten. Der Anteil der 
Harze betragt zwischen 2 und 50 Gew.-% bezogen auf den thennoplastischen Blend. 

Als zuzusetzende klebrigmachende Haize sind ausnahmslos alle vorbekannten und in der 
Literatur beschriebenen Klebharze einsetzbar. Genannt selen stellvertretend die PInen-. 
Inden- und Kolbphoniumharze. deren disproportionierte. hydrierte, polymerisierte. veresterte 
Derivate und Salze. die aliphatischen und aromatlschen Kohlenwasserstoffharze. 
Terpenharze und Terpenphenolharze sowie C5-. C9- sowie andere Kohlenwasserstoffharze. 
Beliebige Kombinationen dieser und weiterer Harze k&nnen eingesetzt werden. urn die 
Eigenschaften der resultlerenden Klebmasse wunschgemaR einzustellen. Im allgemeinen 
'lassen sich alle mit dem entsprechenden Themioplasten kompatiblen (loslichen) Harze 
einsetzen. insbesondere sel venAnesen auf alle aliphatischen. aromatlschen. 
alkylaromatlschen Kohlenwasserstoffharze. . Kohlenwasserstoffharze auf Basis reiner 
Monomere. hydrierte Kohlenwasserstoffharze. funktionelle Kohlenwasserstoffharze sowie 



Naturharze. Auf die Darstellung des WIssensstandes im ^Handbook of Pressure Sensitive 
Adhesive Tecfinology" von Donatas Satas (van Nostrand, 1989) sei ausdrucWich 
hingewiesen. 

In einer weiteren AusfCilirung werden dem thermoplatisclnen Blends Reaktivharze 
hinzugegeben. 

Eine sehr bevorzugte Gruppe umfasst Epoxy-Harze. Das Molekulargewicht der Epoxy-Harze 
variiert von 100 g/mol bis zu maximal 10000 g/mol fur polymere Epoxy-Harze. 

Die Epoxy-Harze umfassen zum Beispiel das Reaktionsprodukt aus Bisphenol A und 
Epichiorhydrin, das Reaktionsprodukt aus Phenol und Formaldehyd (Novolak Harze) und 
Epichlorhydrin, Glycidyl Ester, das Reaktionsprodukt aus Epichiorhydrin und p-Amino 
Phenol. 

Bevorzugte kommerzielle Beispiele sind z.B. Araldite™ 6010, CY-281™ ECN™ 1273, ECN™ 
1280. MY 720,- RD-2 von Ciba Geigy, DER^ 331. DER™ 732. DER™. 736, DEN™ 432, 
. DEN™ 438, DEN™ 485 von Dow Chemical, Epon™ 812, 825, 826, 828, 830, 834, 836, 871, 
872,1001, 1004, 1031 etc. von Shell Chemical und HPT™ 1071. HPT™ 1079 ebenfalls von 
Shell Chemical. 

Beispiele fur kommerzielle aliphatische Epoxy-Harze sind z.B. VInylcyclohexandioxide, wie 
ERL-4206. ERL-4221; ERL 4201, ERL-4289 oder ERL-0400 von Union Carbide Corp. 

AIs Novolak-Harze konnen z.B. eingesetzt werden, Epi-Rez™ 5132 von Celanese, ESCN- 
001 von Sumitomo Chemical, CY-281 von Ciba Geigy. DEN™ 431, DEN™ 438, Quatrex 
5010 von Dow Chemical, RE 305S von Nippon Kayaku, Epiclon™ N673 von DaiNipon Ink 
Chemistry oder Epicote™ 152 von Shell Chemical. 

Weiterhin lassen sich als Reaktivharze auch-MBlamin-Harze einsetzen, wie z.B. Cymel™ 
327 und 323 von Cytec. 

Weiterhin lassen sich als Reaktivharze auch Terpenphenolharze, wie z.B. NIREZ™ 2019 
von Arizona Chemical einsetzen. 

Weiterhin lassen sich als Reaktivharze auch Phenolharze, wie z.B. YP 50 von Toto Kasei, 
PKHC von Union Carbide Corp. Und BKR 2620 von Showa Union Gosei Corp. einsetzen. 
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Weiterhin lassen sich als Reaktivharze auch F^olyisocyanate, wie 2.B. Coronate™ L von 
Nippon Polyurethan Ind. . Desmodur™ N3300 oder Mondur™ 489 von Bayer einsetzen. 

Um die Reaktion zwischen den beiden Komponenten zu beschleunigen, lassen sich auch 
optional Vemetzer und Beschleuniger in die Mischung zu additivieren. 

Als Beschleuniger eignen sich z.B. Imidazole, kommerziell erhaltlich unter 2M7, 2E4MN, 
2PZ-CN, 2PZ-CNS, P0505, L07N von Shikoku Chem. Corp. oder Curezol 2MZ von Air 
Products. 

Weiterhin lassen sich auch Amine, insbesondere tert.-Amine zur Beschleunigung einsetzen. 

Neben Reaktivharzen lassen sich auch Weichmacher einsetzen. Hier konnen in einer 
bevorzugten Ausfuhrung der Erfindung Weichmacher auf Basis, Poiyglykolethern, 
Polyethylenoxiden, Phosphatestern, aliphatische Carbonsaureester und Benzoesaureester 
eingesetzt- • werdisn. Weiterhin lessen sich auch aromatische Carbonsaureester, 
hohermolekulare Diole, Sulfonamide und Adipinsaureester einsetzen. 

Weiterhin konnen optional Fullstpffe (z.B. Fasem, RuR, Zinkoxid, Titandioxid, Kreide,' Voll- 
oder Hohlglaskugeln. Mikrokugeln aus anderen Materialien, Kieselsaure, Silikate), 
Keimbildnen Blahmlttel, Compoundierungsmittel und/oder Alterungsschutzmittel, z.B. in 
Form von primaren und sekundaren Antioxidantien oder in Form von Lichtschutzmitteln 
zugesetzt sein. 

In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform' des erfindungsgemaBen Haftklebebandes 
werden fur die Thermoplaste T1 oder T2 Polyolefine, insbesondere Poly-a-olefine 
eingesetzt, wobei zumindestens ein Thermoplast T1 oder T2 einen Erweichungstemperatur 
von grower 65 °C und kleiner 125X aufweist und sich ebenfalls nach der Verklebung 
wahrend des Abkuhlens wieder verfestigen. Von der Firma Degussa sind unter dem 
Handelsnamen Vesto'plast™ unterschiedliche Hitze-aktivlerbare Poly-a-olefine kommerziell 
erhaltlich. 

Die thermoplatischen Blends weisen in einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn statische 
Erweichungstemperaturen Te^ oder Schmelzpunkte Tsa von +65 '^C bis 125X auf. Die 
Klebkraft dieser Polymere kann durch gezielte Additivierung gesteigert werden. So lassen 
sich Z.B. Polyimin- oder Polyvinylacetat-Copolymere als klebkraftfordemde Zusatze 
verwenden. 
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Verfahren zur Herstellung 



Die thermolastischen Blends konnen aus Losung oder in der Schmeize hergestellt werden. 
Fur die Herstellung des Blends in Losung werden bevorzugt Losemittel eingesetzt, in denen 
zumindestens eines der Thermoplasten T1 oder T2 eine gute Loslichkeit aufweist. Zur 
Herstellung der Mischung werden die bekannten Ruhraggregate eingesetzt. Hierfur kann 
auch der Eintrag von Warme erforderlich sein. Anschlieliend werden die Blends aus Losung 
Oder mehr bevorzugt aus der Schmeize beschlchtet. Fiir die Beschichtung aus der Schmeize 
wird dem thermoplastischeh Blend zuvor das Losungsmlttel entzogen. In einer bevorzugten 
AusfQhrung wird das Losemittel in einem Aufkonzentrationsextruder unter vermindertem 
Druck abgezogen, wozu beispielsweise Ein- oder Doppelschneckenextruder. eingesetzt 
werden konnen, die bevorzugt das Losemittel in verschiedenen oder gleichen Vakuumstufen 
abdestillieren und uber eine Feedvorwarmung verfugen. Dann wird iiber eine Schmelzduse 
Oder eine- Extrusionsduse beschichtet, wobei. gegebenenfalls der Klebefilm gereckj.wirdr um 
die optimale Beschichtuhgsdicke zu erreichen. 

In einer ^yeiteren. AusfQhrung der Erflndung wird der themnoplastische Blend in der Schnieize 
hergestellt Fur die Vermischung der Harze kann eIn Kneter . oder ein 
Doppelschneckenextruder, oder ein Planetwalzenextruder eingesetzt werden. 
Die Beschichtung erfolgt danh wiederum aus der Schmeize. Es wird uber eine Schmelzduse 
Oder eine Extrusionsduse beschlchtet, wobei gegebenenfalls der Klebefilm gereckt wird, um 
die optimale Beschichtungsdicke zu erreichen. 

Als Tragermateriallen fur den thermoplastischen Blend werden die dem Fachmann 
gelaufigen und ubiichen Materialien. wie Folien (Polyester, PET, PE, PP, BOPP, PVC, 
Polylmid), Vllese, Schaume, Gewebe und Gewebefolien sowie Trennpapler (Glassine, 
HDPE, LDPE) verwendeL Die Tragermateriallen sollten mit einer Trennschicht ausgeriistet 
sein. Die Trennschicht besteht in einer sehr bevorzugten Auslegung der Erflndung aus einem 
Silikontrennlack Oder einem fluorlerten Trennlack. 

Beisplele 
Testmethoden: 
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Rheologie A) 

Die Messung wurde mit einem Rheometer der Fa. Rheometrics Dynamic Systems (RDA II) 
durchgefuhrt. Der Probendurchmesser betrug 8 mm, die Probendicke betnjg zAvischen 1 und 
2 mm. Es wurde.mit der Platte auf Platte Konfiguration gemessen. Es wurde der Temperatur- 
Sweep von 0 - ISO^^C mit einer Frequenz von 10 rad/s aufgenommen. 

IsO'Bending B) 

Der Iso-Bending Test wird analog der Iso/IEC-Norm 10373 : 1993 (E) - section 6,1 
durchgefuhrt. Der Test gilt als bestanden, wenn Insgesamt mehr ais 40.00 Biegungen erreicht 
werden. 

Extrem-Biegetest C) 

im Extrembiegetest wird ein 3 cm breiter Ausschnitt mit dem elektrischen Modul in der Mitte 
liegend aus* dfer Chipl<arte ausgeschnitten und dann 1-0 x* von 3 cm Breite ^uf 2.5 cm Breite 
ziisammengedruckt. Der Test gilt als bestanden, wenn das elektrische Modul sich nicht 
herauslosL 

Handiest D) 

Im Handtest wird die Chipkarte mit der Hand uber eine der beiden Ecken, die naher zum 
elektrischen Modul liegen, so welt gebogen, bis dass die Karte bricht oder das Modul bricht. 
Dann gilt der Test als bestanden. Falls das elektrische Modul sich lost oder herrausspringt, 
gilt der Test als nicht bestanden. 

Referenzl) 

Polyamidfolie XAF 34.408 der Fa. Collano-Xiro 
Referenz 2) 

PU-Folie XAF 36.304 der Fa. Collano Xiro 
Referenz 3) 

Copolymer Grilltex 1 51 9 der Fa. EMS-Grilltex 
Referenz 4) 

Copolyamid Grilltex 1500 der Fa. EMS-Grilltex 
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Beispiel 1^ 

30 Gew.-% Griltex 1616 E (Copolyester) der Fa. EMS-Griltech und 70 Gew.-% Platamid 
2395 (Gopolyamid) der Fa. Atofina wurden in einem Medkneter der Fa. Haake bei ca. 130**C 
und 15 Minuten bei 25 U/min. abgemisciit. Die Hitze-aktivierbare Klebemasse wurde 
anschliefiend zwischen zwei Lagen silikonisiertem Giassine-Trennpapier auf 60 pm 
ausgepresst bei 140**C. 

Beispiel 2) 

50 Gew.-% Griltex 1365 E (Copolyester) der Fa. EMS-Griltech und 50 Gew.-% Griltex 1442 
(Copolyester) der Fa. EMS-Griltech \AAjrden In einem Melikneter der Fa. Haake bei ca. 
130°C und 15 Minuten bei 25 U/min. abgemischt. Die Hitze-aktivierbare Klebemasse wurde 
ansoWiefiend zwischen zwei Lagen sHikonisiertem Giassine-Trennpapier auf 60 pm 
ausgepresst bei ,140**C. 

Beispiel 3) 

80 Gew.-% Griltex 9 E (Copolyester) der Fa. EMS-Grilltech und 20 Gew.-% Irostic 8304 HV 
(Thermoplastisches Polyurethan) der Fa. Huntsman wurden in einem Melikneter der Fa. 
Haake bei ca.'130''G und 15 Minuten bei 25 U/min. abgemischt Die Hitze-aktivierbare 
Klebemasse wurde anschlieliend zwischen zwei Lagen silikonisiertem Giassine-Trennpapier 
auf 60 Mm ausgepresst bei 140**C. 

Implantierunq der elektrischen Module 

Die Implantierung der elektrischen Module in den Kartenkorper erfolgte mit einem Implanter 
der Fa. Ruhlamat Testplatz Modul einsetzen. 
Es wurden folgende Materialien eingesetzt. 

Elektrische Module: Nedcard Dummy N4C-25C, Tape-Type: 0232-10 
PVC-Karten: Fa. CCD 
ABS-Karte: Fa, ORGA 
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In einem ersten Schritt werden uber eine Zweiwalzenkaschieranlage der Fa. Storck GmbH 
die Beispiele 1 bis 3 mit 2 bar auf den Modulgurt der Fa. Nedcard kaschiert. 
Dann werden die elektrischen Module in die passende Kavitat des Kartenkorpers Implantiert. 
Es wurden folgende Parameter fur alle Beispiele angewendet: 

Heizschritte: 1 

Stempeltemperatur 1 50*'C 
Zeit: 1 X 2 s 

KCihlschritt: 1x 800 ms. 25^C 
Druck: 70 N pro Modul 

Ergebnisse: 



Die mit den erfinderischen Klebemassen hergestellten Chipkarten \Aairden nach den 
Testmetiioden B, C und D ausgetestet Die Ergebnisse .sind in der Tabeile 1 dargestellt. 



Beispiele 


Testmethode B 


Testmethode C 


Testmethode D 


•1 


Bestanden 


bestanden 


Bestanden 


2 


Bestanden 


bestanden 


Bestanden 


3 


Bestanden 


bestanden 


Bestanden 



Tabeile 1 kann entnommen werden, dass alle erfinderischen Beispiele die wichtigsten 
Kriterien fur eine Chipkarte bestanden haben und somit sehr gut zur Verklebung von 
elektrischen Modulen aiif Kartenkorpern geeignet sind^ 



Tab. 2 



Referenz 


Testmethode B 


Testmethode C 


Testmethode D 




Bestanden/n icht 
bestanden auf ABS 


Bestanden/nicht 
bestanden auf ABS. 


Nteht Bestanden 


2 


Nicht bestanden 


Nicht bestanden 


Nicht Bestanden 


3 


Bestanden/nicht 
bestanden auf ABS 


Bestanden/nicht 
bestanden auf ABS 


Nicht Bestanden 


4 


Nicht bestanden 


Nicht bestanden 


Nicht bestanden 



Die Referenzmuster in Tabeile 2 sind dagegen bedeutend schlediter und bestehen 

insbesondere auf ABS Kartenmaterialien nicht die Testmethoden. 
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Die rheologischen Eigenschaften sind in der folgenden Tabelle 3 aufgeiistet. 



Tab. 3 



Beispiele 


G' in [Pa] bei 23°C 


G" in pa] bei 23X 


Crossover 


1 


2x 10^ 


4.0 X 10' 


ri3°c 


2 


2x10^ 


3x10' 


120'"C 


3 


1 xlO" 


4.5x10' 


120''C 
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Patentanspruche 

1. Klebstofffolie. bestehend aus zwei Thermoplasten T 1 und T2, wobei T1 5^ T2 und 

a) das Kiebesystem eine Erweichungstemperatur von groBer 65°C und kleiner 125°C 
aufweist 

b) einen nach Testmethode A gemesseneri G* bei 23°C von grojier 10'' Pas besitzt 

c) einen nach Testmethode A gemessenen G " bei 23°C von grolier 1 0® Pas besitzt 

d) und einen nach Testmethode A gemessenen crossover vpn-Weiner 125°C aufweist 

zur Vericlebung von Chipmodulen in Kartenkorpem. 

2. Klebstofffolie zur Verklebung von elektrischen Chipmodulen in Kartenkorpem, wobei 
die jeweilige Klebschicht eine sehr gute Haftung zum Kartenkorper und zum 
elektrischen Chipmodul nach der Temperaturaktivierung ausbildet. 

3. Klebstofffolie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke 
zwischen 10 und 100 pm. besonders bevorzugt zwischen 30 und 80 pm betragt 

4. Klebstofffolie nach zumindestens einem der vorangegangenen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Thermoplasten T1 und T2 besonders bevorzugt aus den 
Gruppen der Copolyamide. Polyethylvinylacetate, Polyvinylacetate, Polyolefine, 
Polyurethane und Copolyester gewahit werden 

5. Klebstofffolie nach zumindestens einem der vorangegangenen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass zusatzlich als Reaktivharze Epoxid-, und/oder Phenol- 
und/oder Novoiak-Harze eingesetzt werden. 

6. Verfahren zur Herstellung eihes Hitze-aktivierbaren Klebebandes, durch 
gekennzeichnet, dass die Klebstofffolie nach den Anspruchen 1 bis 5 auf ein 
Releasepapier oder einen Releasefilm beschichtet wird. 

7. Verwendung des nach Verfahren 6 hergestellten Hitze-aktivierbaren Klebebandes 
Klebstofffolie zur Veridebung auf Polyimid-, Polyester oder Epoxy-basierenden 
Chipmodulen und auf PVC, ABS, PET, PC, PP oder PE Kartenkorpem: 
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8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Hitze-akOvIerbare 
Klebeband gestanzt wird. 

9.. Verfahren nach zumindestens einem der vorangegangen Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Hitze-aktivierbare Klebeband mit einer 
Implantierstempeltemperatur von ISO'^C verarbeitet wird. 



13 



Zusammenfassung 



Klebstofffolie. bestehend aus zwei Thermoplasten T1 und T2, wobei T1 * T2 und 

a) das Klebesystem eine Erweichungstemperatur von graHer 65°C und kleiner 125''C 
aufweist 

b) einen nach Testmethode A gemessenen G" bei 23°C von grbfter 10^ Pas besitzt 

c) einen nach Testmethode A gemessenen G" bei 23°C von gr6(ier 10^ Pas besitzt 

d) und einen nach Testmethode A gemessenen crossover von kleiner 125''C aufweist 
zur Verklebung von Chipmodulen in Kartenkorpem. 
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